Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych ptyty izolacji

Detal 1.1 termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Detal 1.2 [Utozenie pliyt izolacji termicznej - naroze.

Detal 1.3 Sposéb klejenia ptyt izolacji termiczne;.

Wariant | - ilo$¢ tacznikéw 6 szt./m2
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Wariant Il - ilos¢ fgcznikow 8 szt./m?
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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podtoza

B2 x 100 %/ 40%

P - powierzchnia piyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

UWAGI :

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie fgcznikéw
mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania si¢ i lokalnego
podnoszenia sie piyt.
Dtugo$¢ tacznikéw powinna wynikaé z rodzaju podtoza oraz grubosci
materiatu izolacji termicznej, przy czym gteboko$¢ zakotwienia w
podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Nalezy stosowaé taczniki:
- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),
- 2 trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecnym (w przypadku
ocieplenia z wetny mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig
stanowig plytki klinkierowe badz gresowe).

UWAGI :

Plyty izolacji termicznej przykleja si¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim
przymocowaniu listwystartowej. Ptyty nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo
(wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na
rysach i peknieciach w $cianie oraz na przej$ciach miedzy réznymi
materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny
doktadnie przylega¢ do siebie.

Na $cianach z prefabrykatdw, plyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac,
aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze zigczami $cian.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
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UWAGI :

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych
mas klejowych, w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub
zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie w przypadku typowych podtozy
budowlanych. Zaprawe klejowa nalezy przygotowywa¢ wedtug zalecen producenta
(instrukcije i karty techniczne) réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych
klejow dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania
whasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na piyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej.

Na plyte nanosic¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki réwnosci podtoza i
mozliwg do potoZenia warstwe kleju(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwno$ciach
nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdiuz jej
krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w
Srodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dioni. Na réwnych
podiozach mozna naktada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng catopowierzchniowo
przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

W przypadku zastosowania ptyt lamelowych z wetny mineralnej - klejenie metodg
"grzebieniowg"




